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2555 ทุนงบประมาณแผ�นดิน ประจําป$งบประมาณ 
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2551 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
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สกอ. และ สกว. 

2539 ทุนพัฒนาอาจารย� เพ่ือศึกษาต�อในระดับปริญญา
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ทบวงมหาวิทยาลัย 
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